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Spécification de qualification et de
performance des circuits imprimés rigides

1 PREFACE

1.1 Champ d’application Cette spécification établit et définit les exigences de qualification et de performance pour la
fabrication des circuits imprimés rigides.

1.2 But Le but de cette spécification est de fournir les exigences de qualification et de performance des circuits imprimés
rigides issus des constructions et/ou technologies suivantes :
• Circuits imprimés simple face, double face avec ou sans trous métallisés (TM).
• Circuits imprimés multicouches à trous métallisés avec ou sans trous enterrés/borgnes.
• Circuits imprimés multicouches à Haute Densité d’Interconnexion (HDI) selon l’IPC-6016.
• Circuits imprimés à composants passifs enterrés avec plans capacitifs et/ou composants capacitifs ou résistifs.
• Circuits imprimés à âme métallique avec ou sans drain thermique externe métallique, qui peut être actif ou non.

1.2.1 Documents supports l’IPC-A-600, qui contient les chiffrages, illustrations et photographies qui peuvent aider à
visualiser les critères d'acceptabilité et de non-conformité observables en externe comme en interne. Elle peut être utilisée
en conjonction avec la présente spécification pour une meilleure compréhension des recommandations et des exigences.

1.3 Type et Classification des performances.

1.3.1 Classification Cette spécification établit les critères d’acceptation pour la classification des performances des circuits
imprimés rigides basés sur les exigences des clients et/ou utilisateurs finaux. Les circuits imprimés sont classés dans l’une des
trois classes de performance générale définis par l’IPC-6011.

1.3.1.1 Exigences Spécifiques Les exigences différentes de celles données par cette classification historique doivent être
prises en accord entre utilisateur et fournisseur (AABUS).

1.3.1.2 Exigences spécifiques des domaines spatial et aéronautique militaire Les exigences spécifiques de performances
pour les domaines spatial et aéronautique militaire sont définies et listées dans l’annexe A de cette spécification. Celles-ci
sont couramment désignées comme la classe 3/A.

1.3.2 Type de Circuit Imprimé Les circuits imprimés sans trou traversant métallisés (Type 1) et avec trous traversants
métallisés (Types 2 à 6) sont classés comme suit :

Type 1—Circuit imprimé simple face.
Type 2—Circuit imprimé double face.
Type 3—Circuit imprimé multicouche sans trous borgnes ou enterrés.
Type 4—Circuit imprimé multicouche avec trous borgnes et/ou enterrés.
Type 5—Circuit imprimé multicouche à âme métallique sans trous borgnes ou enterrés.
Type 6—Circuit imprimé multicouche à âme métallique avec trous borgnes et/ou enterrés.
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